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快速阅读

在半导体生产过程中，电子元器件表面贴装在电

路板上。点胶机可帮助精确涂覆焊膏或粘附剂。

在中国，图尔克为多家自动涂覆系统制造商提供

超紧凑型电容式接近开关，其中包括安达自动化

有限公司。这些开关可对胶筒液位进行非接触式

检测，并帮助缩短机器停机时间，防止胶液 

损失。

应用   传感器技术

非接触式检测：紧 
凑型BC5-Q08电容

开关可透过胶筒

的容器壁检测不

同胶液

当胶阀在双头模式下工作时，纤薄的

BC10-QF5.5传感器可以相邻且毫无问

题地运行
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粘附一切
中国制造商安达自动化公司的点胶机用于高速涂覆胶体，因此需要尤为紧

凑的电容式传感器进行液位监测，例如图尔克的BC10-QF5.5

总裁Lei Hui Sen解释道，“最终传感器帮助我们避免了

昂贵的粘附剂或胶料损失。”

采用非接触式检测的小型传感器

对于另一家点胶机、涂覆机和封装机制造商而

言，在更小的安装空间内安装传感器非常关键。该企

业使用图尔克为客户完全订制的长度仅32毫米的紧凑

型Q08电容式传感器进行非接触式液位检测。明亮的

LED灯可以通过不同的颜色指示工作电压状态或开关状

态。BC5-Q08还使用户可以直接在机器端检测液位，并

在胶液低位时输出开关量信号通知设备实时填充液体

剂或胶料。
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“更快、更大、更远”原则已不再适用于人类和

技术发展的所有方面。典型的例子就是电子元器件开

发商，他们竞相为设备安装越来越小的元器件。许多

设备的功能都在不断拓展，但必须不占用更多空间，

因此必须使用布置更紧密的组件来安装电路板。无论

在医疗技术领域还是您手中的智能手机，电子元器件

都在朝小型化发展，而这只能通过合适的制造工艺才

能实现。

SMT组装：优化电路板使用

小型电子元器件使用表面贴装技术 (SMT) 组装在电

路板上。与以往的方法相比，该技术无需通过复杂的

钻孔来接线，因此不仅可以将更多数量和更小尺寸的

元器件安装在电路板上，还可将其安装在电路板下

方。制造商采用回流焊等全自动工艺来确保无源元

件、微控制器或电压调节器安全固定在电路板上。

在该过程中，胶液在组装和加热前就已经涂覆在

电路板上。这通过与喷墨式印刷机所使用的类似点胶

机等来完成。高速涂覆机现在可以每小时完成10万次

点胶。凭借精确定位，更小点胶直径，更快的点胶速

度，它们被广泛用于半导体制造领域，并可作为锡膏

印刷机的灵活替代选择。

有限空间内的液位监测

安达自动化有限公司是中国的领先制造商之一。

图尔克正是在安达的这类高速点胶系统的有限空间里

安装了液位监测系统。为了防止意外停机并将胶料损

失降到尽可能低，员工必须在胶筒液位达到临界水平

时获得通知。考虑到生产机器的元件可能非常小，这

尤其难以实现。只有非常小且能检测不同密度胶液的

传感器才能用于监测胶筒液位，该传感器还需耐受仅

隔开1毫米厚塑料层的剧烈振动。

在点胶机针头上方，这家位于东莞的机器制造 

商现在使用图尔克方形设计的电容式传感器  (BC10- 

QF5.5)，该传感器厚度仅5.5毫米，额定工作距离为 

10毫米。为了并行使用点胶头，制造商可以在很小的

间距内安装2个传感器。这些电容开关的灵活适应能力

也让人印象深刻：客户可以根据使用的粘附剂或胶料

使用电位计进行传感器精细校准。“该紧凑型传感器

不仅使我们克服了安装问题，而且还可现场快速修复

故障或根据胶液变化做出响应。”安达自动化公司副

高速精密点胶机

全自动高速精密点胶机的用途不限于进行焊膏的点胶。例如，利用不同

的点胶机阀体和点胶头可以涂覆许多不同类型的粘附剂或封装化合物。

有些电子元器件需要特殊涂层，有些则使用树脂聚合物，利用所谓的底

部填充工艺，在电路板上带有更稳定的固定件。此外，还有接触式（少

量）或喷射式（高速）点胶的区别。

Lei Hui Sen，安达自动

化公司的副总裁，信任

图尔克的紧凑型电容式

传感器


